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• 全球半導體與記憶體

• 中國的記憶體產業增長

• 2D 到 3D NAND 需求向上提升

• 記憶體封裝技術

• 長龍國際半導體3D封裝技術



記憶體佔全球半導體四分之一的產量

2015

全球半導體和記憶體市場



1 ZB = 1021 bytes = 1000,000,000,000

GB

大數據顯示“移動/計算應用中的廣泛部署而正在創建。

數據是未來十年的新“石油”。

數據存取需求爆炸性的成長



中國的記憶體需求

6

隨著PC智能手機的興起，中國國內DRAM和NAND閃存消費量急劇
增加。中國占世界記憶產量的30％左右，其中大部分都是由國外進

口製造。



NAND Flash需求



各廠3D封裝技術進程
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全球半導體中心的戰略圖
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Planar NAND 3D NAND Emerging

3D NAND技術提供的擴展經濟效益顯著降低了

3D NAND發展進程



3D封裝技術概念圖



3D封裝技術應用範圍



各種堆疊方式應用範圍



記憶替封裝趨勢

HVM
PoP FBGA

FBGA-PoPt-SD2(2D)  FBGA-SD4(4D+3W)FBGA-SD5(5D+2W)

LGA

L=1.4mm, T=1.2mm, V=1.0mm, W=0.8mm, U=0.65mm, X=0.50mm

FBGA-PoPt-
SD4(4D+1W)

Micro SD 4+1 SD SiP

FBGA-SD4(4D+0W) FBGA-SD6, eMMC

FBGA-PoPt-SD4

FBGA-PoPt-
SD3(3D+2W)

FBGA-SD8(8D+0W) VFBGA-SiP-SD8

WFBGA-PoPt-SD4

TFBGA-SD7,
30 um WT, 1.03mm PGK T

TFBGA-SD8,
35 um WT, 1.13mm PGK T

VFBGA-SiP-SD8

Dual Driver USB 8+1

TFBGA-SD8,
25 um WT, 1.13mm PGK T

VFBGA-MD6 VFBGA-MD7

VFBGA-SiP-SD9

22-pin Connector 9-pin Connector R LED

SD-SiP

XL/MC-eWLB

目前技術 趨勢



Package Features

• LFBGA 14x18mm 152LD

• NAND Die Size : 9.7x17.1mm

• Device : 20nm Non-LowK NAND

• Wafer thickness : 60um

• Mold cap: 0.84mm

• 2-lyr / 0.13mmT laminate substrate

Key Technologies
• 20nm NAND die

• 0.5mm overhang W/B with 60um die thickness

• 2-passes DA for the 8 dies stack

Current Status
• HVM since 2011

LFBGA-SD8 (NAND)



記憶體堆疊晶片封裝– MIXED (FBGA-SD6)
NAND + DDR + CONTROLLER

Package Features

• VFBGA-SD6 11.5x13mm 153LD

• Nand flash Die Size: 10.33x8.12mm

• DDR Die Size: 6.32x2.69mm

• Controller Die Size: 6.79X1.82mm

• 0.13mm, 3-lyr coreless substrate

Key Technologies
• 0.13T odd layer substrate handing

• SSB loop for die to die and die to
substrate

• Warpage control w/ 3L substrate

Current Status
• HVM since 2012



FLGA-SD9 (USB)
Package Features

• FLGA 11.1x16mm

• Memory Die Size : 8.2x11.1mm

• Controller Die Size: 2.9x2.4mm

• Device : 19nm Non-LowK + 65nm Lowk
Controller

• Wafer thickness : 68um x 8 dies + 150um
Controller

• 2-lyr / 0.21mmT laminate substrate

Key Technologies
• 19nm NAND die

• 8-Die Stack with Die-to-die bonding

• One-pass for the 8 NAND dies stack

Current Status

• HVM



Package Features

• FBGA 11.5x13mm 221LD e-MCP

• 4.115x1.385(Controller) : 60um

• 9.647x8.070(DRAM) : 75um

• 1.208x7.171(Nand) : 60um

• 9.00x8.00 (Film spacer) : 53um

• 2-lyr / 0.41mmT laminate substrate

Key Technologies

• 60um NAND flash die

• Film spacer application

• Dolmen and NAND cascade structure

Current Status
• HVM from ‘2016

Memory Stacked-Die



Chip-to-Chip and Face-to-Face

Daughter Chip

Mother Chip

Heat spreader/sink (optional)

PCB

Microbump

Rigid or Flex Substrate

Solder Ball

Solder Bump

堆疊矽模塊連接在基板上



半導體3D堆疊方式



Micro LED 樣品圖



3D封裝專利清單

項目 專利號 案弓名稱

1 US7383630 Method for making a circuit plate

2 US6774473 Semiconductor chip module

3 US6420788 Method for mounting a semiconductor chip on a substrate and 
semiconductor device adapted for mounting on a substrate

4 US6437448 Semiconductor device adapted for mounting on a substrate

5 US7176573 Semiconductor device with a multi-level interconnect structure and 
method for making the same

6 I241009 一種形成玄砲凸塊的方法及具布如此形成之電凸塊的裝置

7 I292178 堆疊式半導體晶片封裝體

8 US7411285 Low profile stacked semiconductor chip package

9 ZL200510117763.5 堆疊式半導體晶片封裝體

10 US8076775 Semiconductor package and method for making the same

11 US7672130 Heat dissipating device

12 ZL201110036515.3 散熱裝置



長龍國際專利與台積電堆疊
封裝產品的侵權比對



長龍國際專利與日月光代工
APPLE指紋辨識產品的侵權比對



長龍國際專利與日月光代工
APPLE指紋辨識產品的侵權比對



長龍國際專利與SAMSUNG
堆疊封裝的侵權比對



長龍國際專利與SAMSUNG堆
疊封裝的侵權比對



長龍國際專利與INTEL CPU
的侵權比對



長龍國際專利與ETAG的侵權比對



長龍國際專利與台積電堆
疊封裝產品的侵權比對



長龍國際控股的3D封裝相關專利



長龍國際控股的3D封裝相關專利
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